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Ramtron annuncia un accordo con IBM per servizi di fonderia

Colorado Springs, USA - 19 febbraio 2009.  Il produttore di semiconduttori statunitense Ramtron International Corporation (Nasdaq: RMTR), la società leader nello sviluppo e nella fornitura di memorie e di prodotti integrati a semiconduttore basati sulla tecnologia non-volatile F-RAM (Ferroelectric Random Access Memory), ha annunciato di avere stipulato un accordo con IBM per la fornitura di servizi di fonderia. Le due società intendono installare la tecnologia F-RAM di Ramtron nell’avanzato stabilimento produttivo IBM situato a Burlington (Vermont). La nuova fornitura di servizi di fonderia consentirà a Ramtron di realizzare nuovi prodotti F-RAM economicamente efficienti e dotati di alte prestazioni.

“Tramite questo accordo di fonderia con IBM intendiamo aumentare la nostra capacità produttiva per far fronte alla crescente domanda di mercato rivolta ai nostri esclusivi prodotti F-RAM,” ha affermato Bob Djokovich, Chief Operating Officer di Ramtron.  “La nuova fonderia, di assoluta eccellenza a livello mondiale, costituirà una piattaforma produttiva flessibile ed economicamente efficiente per le nostre iniziative volte allo sviluppo di nuovi prodotti, che genereranno nuove opportunità di mercato per Ramtron. Nutriamo profonda fiducia in IBM Microelectronics e crediamo che i servizi da essa forniti (sviluppo di processi e attività di fonderia) consentiranno a Ramtron di rispondere meglio alle future necessità degli utilizzatori di F-RAM in tutto il mondo.”

“Siamo lieti di poter contribuire all’espansione dell’offerta di prodotti F-RAM di Ramtron,” ha affermato John DiToro, vicepresidente per la fabbricazione dei semiconductor presso IBM Systems and Technology Group.   “La grande varietà di blocchi di IP disponibili tramite i servizi di fonderia IBM può conferire a Ramtron un grande margine di flessibilità nello sviluppo di nuovi prodotti. Intendiamo collaborare con Ramtron per sostenerla nel raggiungimento dei propri obiettivi sul piano della produzione e dello sviluppo di prodotti.”

Nei piani di Ramtron, i primi wafer destinati alla produzione in serie usciranno dallo stabilimento IBM nel corso del 2010 e utilizzeranno il processo di fabbricazione di IBM a 0,18 micron. IBM diventerà per Ramtron il terzo fornitore di servizi di fonderia, insieme a Fujitsu Limited e Texas Instruments.

Parallelamente all’accordo sopra descritto, Ramtron sta attivando un’apertura di credito agevolato di undici milioni di dollari tramite Silicon Valley Bank per finanziare il capitale e i costi di sviluppo connessi al rapporto di fonderia stipulato con IBM. Inoltre, Ramtron sta collaborando con Silicon Valley Bank per estendere fino a marzo 2012 la linea di credito rotativo a disposizione della società e per alzare fino a cinque milioni di dollari il prestito massimo totale ottenibile tramite tale linea. Attualmente il limite massimo è fissato a quattro milioni di dollari. Ad oggi, Ramtron non ha alcun finanziamento in essere sulla propria linea di credito. Si prevede che l’accordo per la nuova apertura di credito agevolato sarà stipulato nel corso del primo trimestre del 2009.

# # #

Informazioni su IBM

Per ulteriori informazioni su IBM Microelectronics, visitare http://www.ibm.com/chips.

# # #

Informazioni su Ramtron

Ramtron International Corporation - che ha la propria sede centrale a Colorado Springs, in Colorado - è una società di semiconduttori “fabless” che progetta, sviluppa e commercializza soluzioni specializzate di memoria e altre soluzioni integrate a semiconduttori, utilizzate in una vasta gamma di applicazioni e mercati in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.ramtron.com.

Dichiarazione "Safe Harbor" conforme al Private Securities Litigation Reform Act del 1995: Le dichiarazioni qui contenute che non rappresentino fatti storici sono valutazioni su avvenimenti futuri che comportano rischi e incertezze, comprese le seguenti (ma non limitate ad esse): gli effetti delle condizioni dell’economia globale; spostamenti della domanda e dell’offerta; l’accettazione da parte del mercato; il tempo che trascorre tra le scelte progettuali dei clienti (“design-in”) e i loro effetti concreti (ordini e vendite); l’impatto di prodotti concorrenti e del loro prezzo; difficoltà nello sviluppo e commercializzazione dei prodotti; difficoltà tecnologiche; limitazioni della capacità produttiva e delle forniture. Si prega di fare riferimento ai documenti depositati da Ramtron presso la Securities and Exchange Commission per un’analisi di questi rischi.
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